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ABSTRACTED-PUB-NO: DE 4232625A 
BASIC-ABSTRACT: 

The mounting method uses a lead frame (1) produced as a pressing and has 

narrow, profiled sections (2,3,4a-4f) blanked out. A foil (6) Is laminated 

onto the surface of the frame and this can be double sided adhesive coated. At 



the centre of the foil is an aperture for the location and bonding of a 
micro-circuit (5). 

Further apertures (8) are formed (7). Bond wires (9) are used to provide 
connections with the chip terminals. Once the connections are made the central 
region (8) can be embedded in a protective plastic material. 

ADVANTAGE - Improves positioning and connection of mounted micro-circuits. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@) Verfahren zur Montage von Integrierten Halbleiterschaltkretsen 

@ Das erfindungsgemaBe Veifahren zur Montage von Halb- 
(eiterschattkretsen weist folgende Schritte auf: Auf ein Lead 
frame (1) wird eine doppelseitig beschtchtete Klebefolie (6) 
gebracht Diese Folie weist eine Aussparung (8) auf. Am 
Rand dieser Aussparung sind weitere Aussparungen (7) 
vorgesehen. Die Aussparung {8) ermoglicht ein einfaches 
Ptazteren und Bonden des Schaltkreises p). Die weiteren 
Ausspamngen (7) stchem eine Verankening der anschtie- 
Bend in die Aussparung (7, 8) etngebrachten Vergu&nasse 
(10) mrt der Fotie (6) und dem Lead frame (1). 
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Beschreibung guren nSher eriautert Es zeigen 

nil. PrfinH„n« ^ xr^x, ^ Draufsicht auf ein durch das eifindungsge- 

Die Erfindung l^tnfft em Verfahren zur Montage mafleVerfahrenhergesteUtenHalbleiterschaltkreis, 
nwSS^ A ^^^'l^iterschaltungen gemiB dem Fig. 2 eine Schnittansicht entlang der in Fig. I ge- 
^i!^!'^^^'^^' ^ . 5 kennzeichnetenSchnitdinieohneVerguB, * ^ 

Unter dem Begnff Montage werden mi Rahmen vor- Fig. 3 eine Schnittansicht endang der m Fig. 2 ge- 
hegCTder Erfmdung generelle Bauformen verstanden. fcennzeichnetenSchnittiiniemitdem Vergua. 

einemVerbmid mit ei- In Fig. 1 ist das sogenamite Leadframe mit 1 bezeich- 
^JSf Snhfc^^ "^"^'^n werd<m und net Dieses ist wie in der Halbleitertechnikablich. durch 

^«?ir.^5i^J^^^ Stanztechnik stnikturiert and kami beliebig veredelt 

fT"* Leiterbahnen auf der Tragerfo- seia Die durch das Stanzen entstandenen Ausspanm- 
%u ^ fF^^^S ernes elektnschen Anschlusses gensindmiti3 sowie4a,...4f bezeichnet Auf dieses 
nach aimen dim^^^ Verbmdung durch elektrische Leadframe 1 wird eine Foiie 6 auflaminiert Diese weist 
SJ^K'k'^^ . ... ctieGr6BederFlacheauf.diedurthdierandbestimmen- 

fn K^^ w u . insbesondere 15 den Aussparungen 4a,... 4fvorgegebensind Diese Fo- 

far l^i^schaitimgskarten. me Kreditkarten. Bankkar- Ue kami 2: R ebe d^pelseitig b^hichtT^K^e^foK^ 
en. P^u^faurtcn, Werttouten fOr Tdefongesprache m 6f- sein. Die Folie 6 weist eine Aufsp^g 8 a5 w3Se ei^ 
fenthchenZeUenusw.ben^^ Plazieren und Bonden eines ffiSalSt 5^ 

zur HersteUmig 1st z.R aus EPO 197438 bekamit Wie mfigUcht An den Randem derZ^^72id ^- 
^mnSirifT' ^gehOngen Beschreibung zu 20 sitzUche Aussparungen 7 vorgesehea Di4 sind tan- 

entnehmen is^ wird bei dem m der EP 0 197 438 be- gential am Rand der Ausspanmg 8 angeordnet Die zu- 
^^^'^^^^SS*^ Leiterbahnen bH- satzlichen Aussparungen sind vorzugsweisekreisf5nnig 
dendes fitter em aufgcbracht Die- und zeigen in Richtung der Render der Anordnmig. Dil 

t ^eist spezielle Aussparungen Bonddrfthte smd in Fig. 1 mit 9 bezeichnet Sie fShren 
rardieMifaoschaltjmgundmsbesondereto 25 vondeneinzelnen AnschluBpadsdesSchaltkreisesSzu 

dungspunkte zwoschen der Mikroschaltung und den Lei- den jewdligen Leiterbahnen des Lead frame 1 
terb^nwi auf. Danach wird der Schaltkreis mnerhalb ErfindungsgemaB solitc die Aussparung 8 "genflgend 
der fOr ihn voi^esehenen Aussparung auf dem Gitter Platz zum Befestigen des Mikroschaltkreises 5 und zum 
gewebt D^h eif ol^ die Verbmdung der einzehien Bonden der BonddrShte 9 freilassen. um so ein einfadies 
Pads des Schaltkrwscs durch Bonden mit de^ 30 Bonden zu gewahrieisten. Die Form der Aussparunic 8 

Leiterbahnra durchdie (mteprechendenjeweiligen Aus- spielt dabei kerne RoUe, kann aber vorzugswdse krds- 
yarung«a.S^icJhdi wird das Kmiststofl^^ fdrmig gestaltct sein. Die zusStzlidienam Rand der 

dem dann bdindht^en Schaltkreis mit einem isoHeren- Aussparung 8 vorgeseh«ien Aussparungen dienen im 
oen Mrtbaren md vorzugsweise undurchsichtigra wesendichen zur sicheren Verankerung der VerguB- 
lUebstoff au^efOllt Letztlich wird das Gitter ausge- 35 masse mit dem Lead frame, wddie den Schaltkreis und 
schmtten, wodurdi die Leiterbahnen vondnander ge- seine Verbindungenabdeckt 

trwmtwoden. , DieinFig.2und3daigesteUtenSchnitteentlangder 

Auf^beder voriiegenden Erfindung 1st es, ein einfa- in Fig. 1 gekennzeichneten Unien steUen die gemSB 
cheres Vei^hren zur Montage von integrierten Halb- dem erfindungsgcmafien Verfahren hergesteUte Anord- 
leiters^tkreisen anzugeben. 40 nung vor und nach dem VergieBen dar. So zeigt Fig. 2 

Die Verbmdung erfolgt also an der gegeniiberiiegen- die Anordnung vor dem Vergua AUe dargestelhen Be- 
den Seite der Kontaktflftchen der Leiterbahnen zum zugszeichen entsprechen denen aus Fig. 1. Zus§tzlich 
Kontakt nut ciner SchreiVLese- bzw. Auswertestation sind mit 6a und 6b die Ober- und Unterseite der Folie 
m^edicmontierteKartespfitereingeffihrt wird. bezeichnet Diese bciden Fiachen kSnnen z. R jewdls 

Diese Aufgabc wird durch den kennzeKhnendenTeil 45 mit einem LaminierklebCT besduchtet seia Die Schidit 
des Anspruchs 1 gdfist WdtcrbiUungen sind Kennzei- 6b ermdglicht dn dnfaches Bdestigen der Folie 6 auf 

t/^ dem Lead frame 1. Das Vwgiefien des Schaltkrdses 5 

Vwtwl der Erfindung ist, daB durch Verwoidung ci- und seiner Anscfaliisse 9 erfolgt in ablidier Wdse. Dabd 
"^-Z vorgestanzten Glasqwxides, dient die Folie mit ihr«i Aussparungai 7, 8 als VotuB- 

wddie auf das die Ldterbahnai biktode sogenannte 50 stopper. Die in F^3 mit 10 bezdchnete VerguBmasse 
Leadframe auflammiert wird, dne dnfadiere DrahtfOh- kannz. &dne Epoxic^reBmasse sda2:ur Ves'ankerung 
rung ermftglicht wird, da nicht mehr in dn Bondtodi fOllt diese auch die Aussparungen 7 aus. Vortdlhafter- 
hmemgebondet werdei muB. wdse ist cfie ^xic%)reBmasse derart ausgd>iklet, daB 

En weiterer Vortdl besteht darin, daB die Folie mit sieaushSrtbarundEchtundurchlassigisL 
ihren Aussparungen gleidizdtig als automatischer Ver- 55 Wie bereits beschrieben ermSgfidit die zwdte iGe- 
guBstopper dienen kana bersdiidit 6a dnen einfachen Einbau der gesamten An- 

Wird wie m der Weiterbildung der Erfindung angege- ordnung in eine Chipkarte ohne zusStzIidie Klebstoffe 
ben. erne beidsdtig beschichtete Klebefolie verwendet, oder Laminate wie es bisher Qblich war. Das ausge- 
so ermdglicht diese dnen einfachen Einbau in die Karte stanzte Modul wird in die Aussparung z. R emer PVC- 
ohne zu^tzUche Klebstoffe oder Laminate, wie es bis- eo Karte gesetzt und unter Temperatur, Druck und Zeit 
her Qblich war. mit ihr verbundea Die hier verwendete sehr dastische 

Verwendet man erne sehr dastische Folic, so macht Folie madit sehr vortdlhaft die Biegewedisd mit, wo- 
di^e vorteilhafterwdse die Biegewechsd mit, der Chip bei der Schaltkreis 5 sdbst durch den harten VerguB/ 
sclbst 1st durdi emen harten VerguB geschQtzt UmhOUung 10 geschutzt isL Ober die Verankerungen m 

Die vorteilhafteAusgestaltung der Aussparungen m- 65 den Aussparungen 7 ist der VerguB sicher mit der FoUe 
nerhalb der Folie sichert cine gute Verankerung des und den Leiterbahnen verbundea 
Vergusses mit der Folic. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von drd Fi- 



DE 42 32 625 

3 

PatentansprOche 

1. Verfahren zur Montage von integrierten Halblei- 
terschaltkreisen, bei dem ein Schaltkreissystem (5) 
mit Leiterbahnen (1) zur Schaffung elektrischer 5 
Verbindungen (9) des Schaltkreissystems (5) nach 
auBen verbunden wird, bei dem das Schaltkreissy- 
stem (5) und die elektnschen Verbindungen auf der 
zur Kontaktherstellung nach auBen gegenQberiie- 
gendenSeitebefestigtsind,dadtiichgekeiiiize]ch- 10 
net, daB auf die Leiterbahnen (1) eine Folic (6) auf- 
laminiert wird, die eine Aussparung (8) aulweist, 
welche den Schaltkreis (5) und mindestens die elek- 
trischen Verbindungsstellen zwisdien Schaltkreis 
(5) und Leiterbahnen (l)ausspart, und die am Rand 15 
der Aussparung (8) mindestens eine weitere Aus- 
sparung (7) aufweist, welche tangential am Rand 
der Aussparung (8) angeordnet ist und daB die Aus- 
sparung (8) und die weiteren Aussparungen (T) mit 
einemaushartbarenKunststoff(10)ausgefQlltwer- 20 
dea 

Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurdi gekenn- 
zeichnet, daB als Folie (6) eine doppelseitig be- 
schichtete Klebefolie verwendet winL 
1 Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 25 
kennzeichnet, daB die Aussparungen (8) und/oder 
die weiteren Aussparungen (7) kreisfdrmig sind. 
4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB pro Leiterbahn (1) 
wenigstens eine wdtere Aussparung (7) vorgese- 30 
hen ist 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 

35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



ZEtCHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: DE4232625 A1 

lntCI.5: H01L 21/58 

Offenlegungstag: 31. Mans 1394 




408013/365 



